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Leistungshalbleitermodul 



5 Beschreibung 

Die Erfindung beschreibt ein Leistungshalbleitermodul bestehend aus einem Gehause mit 
Grundplatte Oder zur direkten Montage auf einem Kuhlkorper und mindestens einem darin 
angeordneten elektrisch isolierenden Substrat. Dieses besteht seinerseits aus einem 
Isoiierstoffkorper mit einer Mehrzahl darauf befindlicher gegeneinander isolierter metallischer 
10 Verbindungsbahnen und auf diesen befindlichen und mit diesen Verbindungsbahnen 

schaltungsgerecht verbundenen Leistungshalbleiterbauelementen. Vorteilhafterweise weist 
das Substrat auf seiner Unterseite eine flachige metallische Schicht, vergleichbar den 
Verbindungsbahnen, auf. Weiterhin weisen derartige Leistungshalbleitermodule 
Anschlusselemente fur Last- und Hilfskontakte auf. 

15 Leistungshalbleitermodule, die Ausgangspunkt dieser Erfinfjung sind, sind beispielhaft 

bekannt aus DE 42 37 632 A1 und DE 196 30 173 C2. Derartige Leistungshalbleitermodule 
weisen zumindest teilweise als Kontaktfedern ausgebildete Anschlusselemente zur 
* Verbindung der Verbindungsbahnen des Substrates mit externen Anschlussen auf. Diese 
Kontaktfedern sind derart im Leistungshalbleitermodul angeordnet, dass sie die 

20 Anschlussbelegung im Inneren des Substrates auf die aufteren Anschlusse abbilden. 

Nachteilig an o.g. Stand der Technik ist, dass die aufiere Anschlussbelegung somit durch die 
interne direkt vorgegeben ist Aufiere Beschaltungen, wie beispielhaft Treiberschaltungen, 
mussen daher an die interne Anschlussbelegung des Leistungshalbleitermoduls angepasst 
werden. 
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Beispielhaft aus der DE 100 25 696 A1 ist ein weiteres Leistungshalbleitermodul bekannt, 
welches eine senkrecht zum Substrat angeordnete Leiterplatte offenbart. Diese Leiterplatte 
ist mit einem Teilbereich im Inneren und mit einen weiteren Teilbereich aulierhalb des 
Leistungshalbleitermoduls angeordnet und bildet somit dessen Anschlusselemente. 

5 Nachteilig hierbei ist, dass durch die Lage der Leiterplatte ebenfalls die aufiere 
Anschlussbelegung festgelegt wird. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grunde ein Leistungshalbleitermodul 
vorzustellen, bei dem die interne Anschlussbelegung schaltungsgerecht ausgefuhrt ist und 
durch einfache Mafinahmen an eine davon abweichende aufiere Anschussbelegung 
10 angepasst werden kann. 

Diese Aufgabe wird gelost durch ein Leistungshalbleitermodul nach dem Anspruch 1, 
spezielle Ausgestaltungen finden sich in den Unteranspruchen. 

Der Grundgedanke der Erfindung geht aus von einem Leistungshalbleitermodul mit einer 
Grundplatte Oder zur direkten Montage auf einem Kuhlkorper nach dem genannten Stand 

15 der Technik bestehend aus einem rahmenartigen Gehause mit mindestens einem darin 
angeordneten elektrisch isolierenden Substrat. Dieses Substrat besteht seinerseits aus 
einem Isolierstoffkorper mit einer Mehrzahl von auf seiner ersten Hauptflache befindlichen 
gegeneinander isolierten metallischen Verbindungsbahnen sowie vorzugsweise aus einer 
auf seiner zweiten Hauptflache angeordneten flachigen metallischen Schicht. Auf den 

20 Verbindungsbahnen der ersten Hauptflache und mit diesen Verbindungsbahnen 
^ schaltungsgerecht verbunden ist eine Mehrzahl von Leistungshalbleiterbauelementen 
K -' angeordnet. Das erfinderische Leistungshalbleitermodul weist nach aulien fuhrende 
Anschlusselemente fur Last- und Hilfskontakte auf. Zumindest ein Teil dieser 
Anschlusselemente wird im Inneren des Leistungshalbleitermoduls gebildet durch 

25 Kontaktverbinder, vorzugsweise Kontaktfedern, die in einer Haltevorrichtung zwischen 
Verbindungsbahnen und auf einer Leiterplatte angeordneten Kontaktpunkten angeordnet 
sind. Die Leiterplatte weist Leiterbahnen auf, die diese Kontaktpunkte mit nach aufien 
fuhrenden Konaktelementen, die ebenfalls auf dieser Leiterplatte angeordnet sind, verbindet. 

Vorteilhafterweise kann durch Anordnung weiteren Bauelemente auf der Leiterplatte die 
30 Funktionalitat des Leistungshalbleitermoduls erhoht werden. 
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Vorteilhaft an dieser Ausgestaltung eines- Leistungshalbleitermoduls ist, dass die aufiere 
Anschlussbelegung unabhangig von der inneren gewahlt werden kann. Somit mussen 
beispielhaft Treiberplatinen bei einer Anderung des Oder der Substrate und / Oder der Art 
oder Anzahl der Leistungshalbleiterbauelemente nicht verandert werden. 

Die Erfindung wird anhand von Ausfuhrungsbeispielen in Verbindung mit den Fig. 1 bis 6 
naher erlautert. 

Fig. 1 zeigt ein Teilmodul eines erfindungsgemaften Leistungshalbleitermoduls in 
Draufsicht. 

Fig. 2 zeigt eine Ausgestaltung eines erfindungsgemafien Leistungshalbleitermoduls in 
Seitenansicht. 

Fig. 3 zeigt eine weitere Ausgestaltung eines erfindungsgemafien 
Leistungshalbleitermoduls in Seitenansicht. 

Fig. 4 zeigt eine weitere Ausgestaltung eines erfindungsgemafien 
Leistungshalbleitermoduls in Seitenansicht. 

Fig. 5 zeigt eine erfindungsgemafie Ausgestaltung eines intelligenten 
Leistungshalbleitermoduls in Seitenansicht. 

Fig. 6 zeigt eine Anordnung von drei erfindungsgemafien Jjaistungshalbleitermodulen in 
dreidimensionaler Ansicht. 

Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemafies Leistungshalbleitermoduls in Draufsicht. Dargestellt ist 
ein Leistungshalbleitermodul (10) bestehend aus einer Grundplatte (20) zur Montage auf 
einem Kuhlkorper. Hierzu weist diese Grundplatte (20) im Bereich ihrer Ecken jeweils eine 
Ausnehmung (22) auf. Das Modul besteht weiterhin aus einem rahmenartigen Gehause (30) 
sowie zwei elektrisch isolierenden Substraten (50). Das jeweilige Substrat besteht 
seinerseits aus einem Isolierstoffkorper (52) mit einer Mehrzahl von auf seiner ersten der 
Grundplatte abgewandten Hauptflache befindlichen gegeneinander isolierten metallischen 
Verbindungsbahnen (54). Auf seiner zweiten der Grundplatte zugewandten Hauptflache 
weist das Substrat eine den Verbindungsbahnen der ersten Hauptflache gleichartige flachige 
Metallisierung (53, Fig. 2) auf. Auf den Verbindungsbahnen (54) und mit diesen 
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schaltungsgerecht mittels Drahtbondverbindungen (58) verbunden sind 
Leistungshalbleiterbauelemente (56), sowie ein Sensorikbauteil (58) angeordnet. Zur 
elektrische Kontaktierung weist das Teilmodul (10) Anschlusselemente (40) fur die 
Lastanschlusse auf. Die Verbindungsbahnen (54) der Substrate (50) sind zum Teil 
5 miteinander und mit den Anschlusselementen (40) mittels Drahtbondverbindungen (42, 44, 
46) verbunden. 

Weiterhin weist das erfindungsgemafie Leistungshalbieiterbauelement Federkontakte (60) 
auf, die einem nicht dargestellten Hilfsrahmen angeordnete sind auf. Diese Federkontakte 
(60) verbinden die Verbindungsbahnen (54) mit Kontaktpunkten auf einer Leiterplatte (71). 
10 Diese Kontaktpunkte sind auf der Unterseite der Leiterplatte (71) angeordnet, die weiterhin 
^ auf dieser, dem Substrat (50) zugewandten Unterseite Leiterbahnen (72) aufweist. Diese 
v verbinden die Kontaktpunkte (78) mit nach aufien fuhrenden Kontaktelementen, hier 

Steckstiftverbindern (74). Alternativ sind hierzu beispielhaft auch Lotosen oder Lotstifte 
mogliche Kontaktelemente. Dies Kontaktelemente durchdringen den Deckel (70) und stellen 
15 somit die aufiere Anschlussbelegung dar. Diese aufiere Anschlussbelegung weicht von der 
durch die Kontaktstellen der Federkontakte auf dem Substrat (50) dargestellten inneren 
Anschlussbelegung deutlich ab. Somit gestattet das erfindungsgemafie 
Leistungshalbieiterbauelement eine von der inneren vollig unabhangige aufiere 
Anschlussbelegung. 

20 Die Fig. 2 bis 5 zeigen verschieden Ausgestaltungen eines erfindungsgemafien 

Leistungshalbleitermoduls (10) mit einem rahmenartigen Gehause (30) in der Seitenansicht. 
Auf der Grundplatte (20) angeordnet ist ein sog. DCB (Direct Copper Bonding) Substrat (50). 
^ Dieses besteht aus einem Isolierstoffkorper (52), beispielhaft einer Aluminiumoxid- oder 

Aluminiumnitridkeramik, mit auf seiner der Grundplatte zugewandten Seite flachigen (53) und 
25 auf seiner der Grundplatte (20) abgewandten Seite struktruierten Kupferschicht (54). Diese 
Kupferschicht (54) stellt die Verbindungsbahnen des Leistungshalbleitermoduls dar. Auf 
diesen Verbindungsbahnen (54) sind die Bauelemente (56), in der Regel 
Leistungshalbleiterbauelemente und Sensorikbauteile, angeordnet. Die schaltungsgerechten 
Verbindungen erfolgen mittels Drahtbondverbindungen (44). 

30 In Fig. 2 werden die Anschusselemente im ersten Teil ihres Verlaufs mittels Kontaktfedern 
(60) gebildet, die zwischen Kontaktstellen auf den Verbindungsbahnen (54) und 
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Kontaktflachen (78) auf einer Leiterplatte (71) angeordnet sind. Im weiteren werden die 
Anschlusselemente durch Verbindungsbahnen (72) auf der Leiterplatte (71) und nach aufien 
fuhrend mittels Kontaktstiften (74) eines ebenfalls auf der Leiterplatte angeordneten 
Stiftsteckverbinders (76)gebildet, wobei die Kontaktstifte (76) den Deckel (70) durchdringen. 

5 In Fig. 3 werden die Anschlusselemente im ersten Teil ihres Verlaufs ebenfalls mittels 

Kontaktfedern (60) und auf einer Leiterplatte angeordneter Leiterbahnen (72) gebildet. Die 
Leiterplatte, auf deren Kontaktflachen (78) diese Kontaktfedern enden, ist allerdings 
integraler Bestandteil des Deckels (70). Der Deckel ist hier rahmenartig ausgebildet und 
umschlieflt die Leiterplatte an ihren Kanten, ohne sie vollstandig zu uberdecken. Die 

10 Kontaktelemente (76) fur die aufiere Kontaktierung werden durch Lotstifte, die die 

^ Leiterplatte (71 ) durchdringen, gebildet. 

In Fig. 4 wird die modernste und einfachste Konstruktion dargestellt. Hierbei wird der Deckel 
(70) selbst als Leiterplatte ausgebildet, indem auf seiner Innenseite Leiterbahnen direkt 
angeordnet sind. Derartige Verfahren sind beispielhaft als MID (Molded Interconnect 
15 Devices) bekannt. Die Kontaktelemente (76) sind hier in den Kunststoff des Deckels (70) 
eingespritzte Lotstifte. 

Fig. 5 zeigte ein erfahrungsgemafies Leistungshalbleitermodul gemaft Fig. 3 mit einer 
erhohten Funktonalitat. Durch die Anordnung von weiteren aktiven und / oder passiven 
Bauelementen, wie Widerstanden, Kondensatoren oder integrierten Schaltungen, wird aus 

20 dem bekannten Leistungshalbleitermodul ein intelligentes Leistungshalbleitermodul, da hier 
zumindest teilweise die Funktonalitat einer Treiber- oder sonstigen Schaltung (Auswerte-, 

\ Sensorikbeschaltung) direkt in bzw. auf dem Modul angeordnet wird. Falls auch 

Lastanschlusse in der beschriebenen Art ausgebildet sind, konnen auch Stromsensoren und 
deren Auswerteschaltungen auf der Leiterplatte angeordnet werden. 

25 Fig. 5 zeigt weiterhin einen zusatzlichen Kontaktverbinder, eine Kontaktfeder (60), der die 
Grundplatte (60) und damit auch den Kuhlkorper elektrisch leitend mit der Leiterplatte (71) 
verbindet. Somit wird an der Leiterplatte (71) dieses Potential fur dort beispielhaft 
angeordnete Auswerteschaltungen zur Verfugung gestellt. 

Fig. 6 zeigt eine Anordnung von drei erfindungsgemafien Leistungshalbleitermodulen in 
30 dreidimensionaler Ansicht. Hierbei bilden drei Leistungshalbleitermodule (10) mit jeweils 
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einer Halbbruckenschaltung eine 3-Phasen Bruckenschaltung. Ein gemeinsamer Deckel (70) 
mit einer Anordnung der Leiterbahnen (72) und Kontaktelementen (76) gemafi Fig. 5 
uberdeckt alle drei Einzelmodule (10). 
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Anspruche 

1 . Leistungshalbleitermodul (10) mit einer Grundplatte (20) Oder zur direkten Montage auf 
einem Kuhlkorper bestehend aus einem rahmenartigen Gehause (30) einem Deckel (70) 
und mit mindestens einem innerhalb des Gehauses (30) angeordneten elektrisch 
isolierenden Substrat (50), das seinerseits besteht aus einem Isolierstoffkorper (52) mit 
einer Mehrzahl von darauf befindlichen gegeneinander isolierten metallischen 
Verbindungsbahnen (54), darauf befindlichen und mit diesen Verbindungsbahnen 
schaltungsgerecht verbundenen Leistungshalbleiterbauelementen (56) sowie nach 
aufien fuhrenden Anschlusselementen fur Last- und Hilfskontakte, wobei 

zumindest ein Teil der Anschlusselemente im Inneren des Leistungshalbleitermoduls 
gebildet wird durch Kontaktverbinder (60), die zwischen Verbindungsbahnen (54) und 
Kontaktpunkten (78) auf einer Leiterplatte (71) angeordnet sind und wobei diese 
Leiterplatte Leiterbahnen (72) aufweist, die diese Kontaktpunkte mit nach aufien 
fuhrenden Kontaktelementen (76) verbindet. 

2. Leistungshalbleitermodul (10) nach Anspruch 1 , wobei 

auf der Leiterplatte (71) aktive und / Oder passive elektronische Bauelemente (80, 82) 
angeordnet und schaltungsgerecht mit den Verbindungsbahnen (72) verbunden sind. 

3. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1 oder 2, wobei 

auch die Grundplatte (20) oder der Kuhlkorper mittels mindestens eines 
Kontaktverbinders (60) mit der Leiterplatte (71) verbunden ist. 
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4. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1 Oder 2, wobei 

die Kontaktverbinder (60) als Kontaktfedern ausgebildet sind. 

5. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1 Oder 2 t wobei 

die Leiterplatte (71) innerhalb des Leistungshalbleitermoduls (1) parallel zwischen dem 
Substrat (50) und dem Deckel (70) angeordnet ist und diese Leiterplatte (71) 
Kontaktelemente (76) aufweist, die durch die Leiterplatte selbst sowie den Deckel 
hindurch fuhren. 

6. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1 oder2, wobei 

die Leiterplatte (71) innerhalb eines rahmenartig ausgebildeten Deckels (70) eingebettet 
ist und somit selbst einen Teil des Deckels (70) bildet. 

7. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1 oder 2, wobei 

die Leiterplatte gebildet wird aus dem Deckel (70) selbst mit, auf seiner Innenseite 
angeordneten Leiterbahnen und wobei das Leistungshalbleitermodul durch diesen 
Deckel hindurchfuhrende Kontaktelemente (76) aufweist. 

8. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1 oder 2, wobei 

die Kontaktelemente als Steckstiftverbinder oder Lotosen ausgebildet sind. 

9. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1 oder 2, wobei 
mindestens ein Substrat (50) ein Sensorikbauteil aufweist. 
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Zusammenfassung 

Die Erfindung beschreibt ein Leistungshalbleitermodul (10) mit einer Grundplatte bestehend 
aus einem rahmenartigen Gehause (30) einem Deckel (70) und mit mindestens einem 
innerhalb des Gehauses (30) angeordneten elektrisch isolierenden Substrat (50). Das 
5 Substrat besteht aus einem Isolierstoffkorper (52) mit einer Mehrzahl von darauf befindlichen 
gegeneinander isolierten metallischen Verbindungsbahnen (54), darauf befindlichen 
Leistungshalbleiterbauelementen (56) sowie nach au(ien fuhrenden Anschlusselementen fur 
Last- und Hilfskontakte. Einige dieser Anschlusselemente bestehen im Inneren des 
Leistungshalbleitermoduls durch Kontaktfedern (60), die zwischen Verbindungsbahnen (54) 
10 und Kontaktpunkten (78) auf einer Leiterplatte (71 ) angeordnet sind. Diese Leiterplatte weist 
^jf^i Leiterbahnen (72) auf, die diese Kontaktpunkte mit nach auflen fuhrenden Konaktelementen 
(76) verbindet. 



((Fig. 3)) 
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